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【手続補正書】
【提出日】平成27年3月19日(2015.3.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　受けた電磁波の量に応じた電気信号を電極から取り出すことのできる検出部と、
　前記検出部を支持する支持部材と、
　前記支持部材と空隙を隔てて対向配置された基板と、
　前記基板を貫通し、前記基板に対して前記支持部材を支持しており、前記検出部の電極
と電気的に接続された導電性を有するビアとを有することを特徴とする熱型電磁波検出素
子。
【請求項２】
　前記ビアは、前記基板から前記空隙へ突出し、前記ビアの前記基板から突出した部分は
、前記空隙を形成するスペーサーを構成する請求項１に記載の熱型電磁波検出素子。
【請求項３】
　前記ビアは、前記基板から前記空隙へ突出し、前記ビアの前記基板から突出した部分は
、前記支持部材と前記基板との間に形成された層を除去することにより形成される請求項
１または２に記載の熱型電磁波検出素子。
【請求項４】
　前記ビアは、前記支持部材を貫通して設けられている請求項１ないし３のいずれかに記
載の熱型電磁波検出素子。
【請求項５】
　前記ビアの前記基板から突出した部分は、その横断面積が前記支持部材側へ向けて漸減
している請求項１ないし４のいずれかに記載の熱型電磁波検出素子。
【請求項６】
　前記支持部材は、前記検出部が搭載された搭載部と、前記搭載部の縁部に連結された少



(2) JP 2013-217786 A5 2015.5.7

なくとも１つのアームとを有し、前記アームにて前記ビアに支持されている請求項１ない
し５のいずれかに記載の熱型電磁波検出素子。
【請求項７】
　基板、犠牲層および支持部材がこの順にて積層しており、前記支持部材に、受けた電磁
波の量に応じた電気信号を電極から取り出すことのできる検出部が設けられている積層体
を得る工程と、
　少なくとも前記基板および前記犠牲層を貫通する孔を形成する工程と、
　前記孔に導電性を有する導電性材料を充填することにより、前記電極と電気的に接続さ
れたビアを形成する工程と、
　前記犠牲層をエッチングにより除去し、前記基板と前記支持部材との間に空隙を形成す
る工程と、を有することを特徴とする熱型電磁波検出素子の製造方法。
【請求項８】
　請求項１ないし６のいずれかに記載の熱型電磁波検出素子が複数、２次元的に配置され
ていることを特徴とする熱型電磁波検出装置。
【請求項９】
　請求項１ないし６のいずれかに記載の熱型電磁波検出素子を少なくとも１つ備えること
を特徴とする電子機器。
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